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(57)【要約】
【課題】従来と同等以上の機械的強度、耐油性、絶縁性、低硬度、軽量性等の特性を満足
するとともに、室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃の低膨張率を実現し、さらに高
いガラス転移点を実現するインゴットスライス台用組成物を提供する。
【解決手段】本発明は、（ａ）ビニルエステル樹脂と、（ｂ）スチレン，ビニルトルエン
，ジビニルベンゼン，α－メチルスチレン，クロルスチレン，酢酸ビニル，アジピン酸ジ
ビニルエステル，ジアリルフタレート，メチル（メタ）アクリレート，エチル（メタ）ア
クリレート，オクチル（メタ）アクリレート，ジ（メタ）アクリロオキシエチル等の反応
性モノマーと、（ｃ）シリカ、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウム
、ガラスパウダー、タルク等の充填材と、を備える。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビニルエステル樹脂と、反応性モノマーと、充填材と、を含有していることを特徴とす
るインゴットスライス台用組成物。
【請求項２】
　前記充填材が、前記ビニルエステル樹脂と前記反応性モノマーの総量１００重量部に対
して１３０～３００重量部の割合で配合されていることを特徴とする請求項１に記載のイ
ンゴットスライス台用組成物。
【請求項３】
　前記充填材において、平均粒径１０～３０μｍの細粒１００重量部に対し、平均粒径５
０～１００μｍの粗粒が５０～２５０重量部の割合で配合されていることを特徴とする請
求項１又は２に記載のインゴットスライス台用組成物。
【請求項４】
　請求項１乃至３の内いずれか１に記載のインゴットスライス台用組成物が硬化され成形
されていることを特徴とするインゴットスライス台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体用インゴットをスライスして複数枚のウェーハを得る際に、半導体用
インゴットを接着固定するインゴットスライス台用組成物及びそれを用いたインゴットス
ライス台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　Ｓｉ、ＧａＡｓ、ＣｄＴｅ等の半導体チップは、半導体素子としての機能を発生させる
べく一連の製造プロセスを経たウェーハを切り出して製造される。そのウェーハは、半導
体用インゴットの側面を切断用台（インゴットスライス台）の円弧面に接着剤で固定した
状態で、ワイヤーソー等によって切断用台（インゴットスライス台）と共に薄く切断して
製造される。インゴットスライス台の円弧面は、インゴットを完全に切断するために、イ
ンゴットと共に切断されるが、インゴットスライス台の下部は切断されずに櫛刃状に残さ
れるため、多数枚のウェーハは、櫛刃状のインゴットスライス台に一体的に保持された状
態で、次工程に搬送される。
　このようなインゴットスライス台に関する従来の技術としては、例えば、（特許文献１
）に「アクリル樹脂に対して、水酸化アルミニウム等の無機フィラーを４０～６０重量％
配合して得られた成形材料を成形して得られるシリコンスライス台」、「不飽和ポリエス
テル樹脂に対して、水酸化アルミニウム等の無機フィラーを４０～６０重量％配合して得
られた成形材料を成形して得られるシリコンスライス台」が開示されている。
【特許文献１】特許第３８５３０３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記従来の技術においては、以下のような課題を有していた。
（１）半導体の製造プロセスには高い生産性や信頼性が要求されるため、ウェーハの切断
にも高い精度が必要とされる。このため、ウェーハの切断精度や生産性に大きな影響を与
えるインゴットスライス台には、高強度、耐油性、絶縁性、低硬度、軽量性等の種々の特
性が要求される。さらに、重要な要求特性の一つとして、インゴットスライス台の線膨張
率がインゴットの材質であるＳｉ、ＧａＡｓ、ＣｄＴｅ等の線膨張率に近いことが挙げら
れる。線膨張率の差が大きいと、切断時の僅かな温度変化により切断寸法の精度が低下す
るからである。
　一般に、アクリル樹脂の室温付近の線膨張率は７～８×１０－５／℃であり、不飽和ポ
リエステル樹脂で成形されたインゴットスライス台の室温付近の線膨張率は６～８×１０
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－５／℃である。いずれも、インゴットの代表的な材質であるシリコンの線膨張率（２０
～５０℃において２．４×１０－６／℃）よりも遥かに大きいという課題を有していた。
（２）他の重要な要求特性の一つとして、インゴットスライス台のガラス転移点が高いこ
とが挙げられる。ガラス転移点が高ければ高いほど、ガラス転移点より低い室温では常に
柔軟性に乏しい高剛性材質となるため、多数枚のウェーハを保持した櫛刃状のインゴット
スライス台を搬送する際に、ウェーハが揺れてウェーハ同士が接触して損傷する等の問題
を防止できるからである。そこで、信頼性を高めるため、より高温のガラス転移点を有す
るインゴットスライス台が求められていた。
【０００４】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、従来と同等以上の機械的強度、耐油性、絶
縁性、低硬度、軽量性等の特性を満足するとともに、室温付近の線膨張率が約４×１０－

５／℃の低膨張率を実現し、さらに高いガラス転移点を実現するインゴットスライス台用
組成物及びインゴットスライス台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記従来の課題を解決するために本発明のインゴットスライス台用組成物及びそれを用
いたインゴットスライス台は、以下の構成を有している。
　本発明の請求項１に記載のインゴットスライス台用組成物は、ビニルエステル樹脂と、
反応性モノマーと、充填材と、を含有した構成を有している。
　この構成により、以下のような作用が得られる。
（１）ビニルエステル樹脂と、反応性モノマーと、無機質充填材と、を含有しているので
、硬化後は、室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃の低膨張率を示し、さらに高いガ
ラス転移点を実現できる。低い線膨張率によって、切断時の温度変化に依存し難く高い切
断寸法精度を確保でき、高いガラス転移点によって剛性が大きく、多数枚のウェーハを保
持した櫛刃状のインゴットスライス台を搬送する際に、ウェーハが揺れてウェーハ同士が
接触して損傷する等の問題を防止できる。
【０００６】
　ここで、ビニルエステル樹脂は、エポキシ樹脂と酸との付加反応物であり、エポキシ樹
脂の両末端に反応性不飽和基を有するものである。
　エポキシ樹脂としては、ビスフェノール型，ノボラック型，ビスフェノール変性型，含
ブロム型等の種々のエポキシ樹脂を用いることができる。
　エポキシ樹脂と付加反応させる酸としては、通常、不飽和一塩基酸が使用される。例え
ば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、桂皮酸、ソルビン酸、ヒドロキシエチルメ
タクリレート・マレート、ヒドロキシエチルアクリレート・マレート、ヒドロキシプロピ
ルメタクリレート・マレート、ヒドロキシプロピルアクリレート・マレート、ジシクロペ
ンタジエン・マレート等を用いることができる。
　これらの付加反応によって得られたビスフェノール型，ノボラック型，ビスフェノール
変性型，含ブロム型等のビニルエステル樹脂の１種若しくは２種以上を用いることができ
る。
【０００７】
　反応性モノマーとしては、ビニル性不飽和基を有する化合物が用いられ、例えば、スチ
レン、ビニルトルエン、ジビニルベンゼン、α－メチルスチレン、クロルスチレン等の芳
香族ビニル化合物類；酢酸ビニル、アジピン酸ジビニルエステル等のビニルエステル類；
ジアリルフタレート；メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、オク
チル（メタ）アクリレート、ジ（メタ）アクリロオキシエチル等の（メタ）アクリル酸エ
ステル類等を挙げることができる。これらの化合物の１種若しくは２種以上を用いること
ができる。なかでも、スチレンは相溶性能、重合反応性に優れるため、好適に用いられる
。
　反応性モノマーは、ビニルエステル樹脂と反応性モノマーの総量に対して３０～６０重
量％の範囲で配合されるのが好ましい。反応性モノマーの割合が３０重量％より少なくな
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るとインゴットスライス台の耐水性が悪くなり、無機質充填材と混合する際の作業性も低
下する。６０重量％を超えるとインゴットスライス台にクラックが入ったり、インゴット
スライス台の表面状態が悪くなったりする。
【０００８】
　充填材としては、シリカ、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウム、
ガラスパウダー、タルク等を用いることができる。これらの一種を単独で用いることがで
き、複数種を混合して用いることもできる。
　なかでも、水酸化アルミニウムを単独で若しくは他の充填材に混合して用いるのが好ま
しい。インゴットスライス台の要求特性の一つである熱伝導率を高くできるからである。
　充填材は平均粒径が０．１～１００μｍのものが好適に用いられる。平均粒径が１００
μｍより大きくなると、インゴットスライス台の靭性が低下し耐衝撃性が低下する傾向が
みられ、０．１μｍより小さくなると、分散性が低下して充填材の凝集が起こる場合があ
るため、いずれも好ましくない。
　充填材は、表面を予めシランカップリング剤でコーティング処理を施したものが好適に
用いられる。ビニルエステル樹脂と充填材との密着性や分散性を向上させることができ、
インゴットスライス台の機械的特性等の要求特性のバラツキを少なくすることができるか
らである。
【０００９】
　インゴットスライス台用組成物は、公知の手段を用いて硬化させることができる。例え
ば、メチルエチルケトンパーオキサイド、１，１，３，３－テトラメチルブチルパーオキ
シ－２－エチルヘキサノエート、ｔ－ヘキシルパーオキシ２－エチルヘキサノエート等の
硬化剤の存在下加熱する方法、硬化剤と有機石鹸類やアミン化合物等の促進剤とを配合す
る方法、感光剤の存在下に赤外線，紫外線等の電磁波を照射する方法等により硬化させる
ことができる。
　また、必要に応じて、減粘剤、離型剤、着色剤等を配合することができる。
【００１０】
　硬化剤を配合したインゴットスライス台用組成物を調製する場合には、例えば、ビニル
エステル樹脂と反応性モノマーを混合し、さらに充填材、硬化剤、必要に応じて各種添加
剤を所定の割合で配合し、撹拌機等により混合撹拌して混合する。
　混合撹拌したインゴットスライス台用組成物を、３～５０Ｔｏｒｒ程度の減圧下で５～
３０分間撹拌することにより脱泡する。脱泡されたインゴットスライス台用組成物を、減
圧状態から開圧し、所定の金型内へ注入して、この金型を５０～１１０℃の温度で３０～
１２０分間加熱することにより、ビニルエステル樹脂と反応性モノマーとの共重合反応を
進行させて硬化成形を行い、インゴットスライス台を製造できる。
【００１１】
　本発明の請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のインゴットスライス台用組成物で
あって、前記充填材が、前記ビニルエステル樹脂と前記反応性モノマーの総量１００重量
部に対して１３０～３００重量部の割合で配合された構成を有している。
　この構成により、請求項１で得られる作用に加え、以下のような作用が得られる。
（１）充填材が、ビニルエステル樹脂と反応性モノマーの総量１００重量部に対して１３
０～３００重量部の割合で配合されることにより、成形時の作業性や成形硬化時の寸法精
度を向上させるともに、ガラス転移点や線膨張率のバラツキを小さくすることができる。
【００１２】
　ここで、ビニルエステル樹脂と反応性モノマーの総量１００重量部に対する充填材の配
合割合が１３０重量部より少なくなるにつれ、充填材の種類や粒径にもよるが、成形時に
樹脂と充填材が分離したり硬化時の収縮が大きくなり寸法精度が低下したりする傾向や、
ガラス転移点の低下や線膨張率が上昇する傾向がみられ、３００重量部よりより多くなる
につれ、インゴットスライス台用組成物を混合撹拌し金型に注入する成形作業が困難にな
り作業性が低下する傾向がみられるとともに、インゴットスライス台の靭性が低下し耐衝
撃性が低下する傾向がみられるため、いずれも好ましくない。
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【００１３】
　本発明の請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のインゴットスライス台用組
成物であって、前記充填材において、平均粒径１０～３０μｍの細粒１００重量部に対し
、平均粒径５０～１００μｍの粗粒が５０～２５０重量部の割合で配合された構成を有し
ている。
　この構成により、請求項１又は２で得られる作用に加え、以下のような作用が得られる
。
（１）成形時に樹脂と充填材が分離したり硬化時の収縮が大きくなったりするのを防止し
、品質の安定性を高めることができる。
【００１４】
　ここで、細粒１００重量部に対する粗粒の配合割合が５０重量部より少なくなるにつれ
、インゴットスライス台の靭性が低下し耐衝撃性が低下する傾向がみられ、２５０重量部
より多くなるにつれ、成形時に樹脂と充填材が分離したり硬化時の収縮が大きくなり寸法
精度が低下したりする傾向がみられるため、いずれも好ましくない。
【００１５】
　本発明の請求項４に記載のインゴットスライス台は、請求項１乃至３の内いずれか１に
記載のインゴットスライス台用組成物が硬化され成形された構成を有している。
　この構成により、以下のような作用が得られる。
（１）従来のインゴットスライス台と同等以上の機械的強度、耐油性、絶縁性、低硬度、
軽量性等の特性を満足するとともに、室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃の低膨張
率を実現し、さらに高いガラス転移点を実現することができる。低い線膨張率によって、
切断時の温度変化に依存し難く高い切断寸法精度を確保でき、高いガラス転移点によって
剛性が大きく、多数枚のウェーハを保持した櫛刃状のインゴットスライス台を搬送する際
に、ウェーハが揺れてウェーハ同士が接触して損傷する等の問題を防止できる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明のインゴットスライス台用組成物及びそれを用いたインゴットス
ライス台によれば、以下のような有利な効果が得られる。
　請求項１に記載の発明によれば、
（１）ビニルエステル樹脂と、反応性モノマーと、無機質充填材と、を含有しているので
、硬化後は、室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃の低膨張率と、高いガラス転移点
を実現するインゴットスライス台用組成物を提供できる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１の効果に加え、
（１）成形硬化時の寸法精度を向上させるともに、成形時の作業性やガラス転移点や線膨
張率のバラツキを小さくすることができる品質の安定性に優れたインゴットスライス台用
組成物を提供できる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２の効果に加え、
（１）成形時に樹脂と充填材が分離したり硬化時の収縮が大きくなったりするのを防止し
、品質の安定性を高めることができるインゴットスライス台用組成物を提供できる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１乃至３の内いずれか１の効果に加え、
（１）従来と同等以上の機械的強度、耐油性、絶縁性、低硬度、軽量性等の特性を満足し
、さらに室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃の低膨張率を実現し、さらに高いガラ
ス転移点を実現するインゴットスライス台を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明する。なお、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
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　（実施例１～８）
　ビニルエステル樹脂の反応性モノマー（スチレンモノマー）溶液（ビニルエステル６０
ｗｔ％、スチレン４０ｗｔ％。ＢＭ型粘度計（ロータＮｏ２、３０回転）による２５℃に
おける粘度は３～５ｄＰａ・ｓ）に、充填材、硬化剤、促進剤を配合し、撹拌機を用いて
混合撹拌することにより、インゴットスライス台用組成物を得た。各実施例におけるイン
ゴットスライス台用組成物の配合量を表１に示す。なお、表１に記載した配合量の数値の
単位は重量部である。
　また、表１中、充填材は次のとおりである。水酸化アルミニウム（細粒）：平均粒径２
０μｍ；水酸化アルミニウム（粗粒）：平均粒径７０μｍ；ガラスパウダー：平均粒径２
０μｍ；炭酸カルシウム：平均粒径６μｍ；タルク：平均粒径１３μｍ。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　（比較例１～３）
　不飽和ポリエステル樹脂の反応性モノマー（スチレンモノマー）溶液（不飽和ポリエス
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テル７０ｗｔ％、スチレン３０ｗｔ％。ＢＭ型粘度計（ロータＮｏ２、３０回転）による
２５℃における粘度は１８～２１ｄＰａ・ｓ）に、充填材、硬化剤を配合し、撹拌機を用
いて混合撹拌することにより、インゴットスライス台用組成物を得た。各比較例における
インゴットスライス台用組成物の配合量を表１に示す。
【００２３】
　得られたインゴットスライス台用組成物を、８Ｔｏｒｒの減圧下で１５分間撹拌するこ
とにより脱泡した後、減圧状態を開圧した。次に、脱泡したインゴットスライス台用組成
物を金型内に注入し６０～１２０分間硬化成形させた後、脱型し７０℃，１２０分間のキ
ュアーにより、幅１５０ｍｍ、長さ３００ｍｍ、厚さ１５ｍｍの直方体状の供試体を得た
。
　なお、実施例８におけるインゴットスライス台用組成物は、実施例１～７と比較すると
、インゴットスライス台用組成物を混合撹拌し金型に注入する成形作業が困難となる傾向
がみられた。
【００２４】
　（評価試験）
　以上のようにして得られた実施例と比較例の供試体について、各試験方法に規定された
寸法に切り出し、曲げ強さ（ＪＩＳ－Ｋ６９１１に基づく）、ガラス転移点（ＪＩＳ－Ｋ
７１９７に基づく）、線膨張率（ＪＩＳ－Ｋ７１９７に基づく）及び熱伝導率（ＪＩＳ－
Ｒ２２５１、ＪＩＳ－Ｒ２６１６に準拠）を測定した。曲げ強さ及びガラス転移点につい
てはｎ＝５とし、測定値の最大値と最低値を除いた３点の平均値を求めた。線膨張率及び
熱伝導率については、ｎ＝２の測定値の平均値を求めた。実施例と比較例における測定値
の平均値を表１に示す。
　表１から、実施例４，５、比較例２を比較することにより、充填材の種類や樹脂との配
合比がほぼ同等のときは、「曲げ強さ」において、実施例は比較例よりも高い値を示すこ
とがわかった。さらに、実施例１～８のガラス転移点は１１８～１２７℃であり、比較例
１～３のガラス転移点は６９～９０℃であることから、実施例は比較例より「ガラス転移
点」が高いことが明らかとなった。また、実施例１～８の線膨張率（５０～６０℃）は３
．７６～５．２２×１０－５℃－１であり、比較例１～３の線膨張率（５０～６０℃）は
７．５３～８．１３×１０－５℃－１であることから、実施例は比較例より「線膨張率」
が低いことが明らかとなった。
【００２５】
　これにより、ビニルエステル樹脂を使用した実施例のインゴットスライス台は、曲げ強
さが大きく、高いガラス転移点によって室温付近における剛性も高いため、多数枚のウェ
ーハを保持した櫛刃状のインゴットスライス台を搬送する際に、ウェーハが揺れてウェー
ハ同士が接触して損傷する等の問題を防止するという機能を実現できる。また、低い線膨
張率によって、切断時の温度変化に依存し難く、高い切断寸法精度を確保するという機能
を実現できる。
　なお、実施例２，４，５，６，７，８を比較することにより、ビニルエステル樹脂に対
する充填材の配合量が少なくなるにつれ、線膨張率が増加するとともに熱伝導率が低下す
る傾向となることが確認された。
　また、実施例２（ビニルエステル樹脂と反応性モノマーの総量１００重量部に対して充
填材（水酸化アルミニウム）２２５重量部を配合）と、実施例１（ビニルエステル樹脂と
反応性モノマーの総量１００重量部に対して充填材（水酸化アルミニウムとガラスパウダ
ーの混合物）２２０重量部を配合）と、を比較すれば、水酸化アルミニウムのみを充填材
とすることにより、熱伝導率を高められることが確認された。
【００２６】
　次に、実施例２のインゴットスライス台用組成物を用いて製品サイズのインゴットスラ
イス台を製造し、インゴットをインゴットスライス台に接着しスライスしてウェーハを製
造したところ、ウェーハの平滑度及び反りは製品規格を満足し、かつ切断時及び運搬時に
ウェーハに割れ等の問題が生じることはなく、接着性、剥離性等も問題なかった。他の実
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施例のインゴットスライス台用組成物においても同様の結果が得られた。
　以上のことから、本実施例によれば、従来と同等以上の機械的強度、耐油性、絶縁性、
低硬度、軽量性等の特性を満足し、さらに低線膨張率と高ガラス転移点を実現するインゴ
ットスライス台用組成物及びインゴットスライス台を提供できることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、半導体用インゴットを接着固定するインゴットスライス台用組成物及びそれ
を用いたインゴットスライス台に関し、従来と同等以上の機械的強度、耐油性、絶縁性、
低硬度、軽量性等の特性を満足するとともに、室温付近の線膨張率が約４×１０－５／℃
の低膨張率を実現し、さらに高いガラス転移点を有するインゴットスライス台用組成物及
びインゴットスライス台を提供できる。
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